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Scierne wykanczanie powierzchni strukturalnych
z uzyciem pianek powlekanych diamentem

Obrébka wykonczeniowa powierzchni strukturalnych jest trudna ze wzgledu na koniecznos¢ zmniejszenia chropowatosci
powierzchni z jednoczesnym zachowaniem jej ogoélnej struktury. Tu zaproponowano wykorzystanie do tego celu narzedzi
trzpieniowych z piankami poliuretanowymi pokrytymi diamentem.

Materiatem no$nym diamentéw, a tym samym
podstawa warstwy Sciernej, jest miekka pianka poli-
uretanowa o réznym stopniu elastycznosci. Przygo-
towano $ciernice trzpieniowe z watkami z weglikow
spiekanych i warstwami $ciernymi o grubosci 6 mm
(rys. 1). Materiatem obrabianym byta stal narzedzio-
wa (1.2379) o twardosci okoto 62 HRC.

Celem obroébki wykonczeniowej jest modyfikacja
struktury powierzchni poprzez zmniejszenie niedo-
skonatosci, takich jak zadziory i mikrochropowatos¢,
z zachowaniem poczatkowej struktury powierzchni
i ksztattu. Tu powierzchnia strukturalna zostata wy-
tworzona przez frezowanie z wysokim posuwem; jej
deterministyczna struktura umozliwia poréwnanie
profili frezowanych i wykonczonych. Zmiany profilu
zaleza od parametréw procesu i specyfikacji pianek
pokrytych powtoka diamentow3 (rys. 2).

W przypadku kombinacji parametréw o niskim
wptywie (apom = 0,2 mm, v;=250 mm/min) nie moz-
na zaobserwowac znaczgcej zmiany profilu. Mozna
zatozy¢, ze ziarna diamentowe s3 gtéwnie wciskane
w pianke poliuretanowg, podczas gdy materiat no$ny
jest rowniez $ciskany, podobnie jak przy polerowaniu
z uzyciem luznych materiatéw Sciernych.

Zastosowanie parametréow o wiekszym wptywie
(@epom =1 mm; v,=50 mm/min) umozliwia wykon-
czenie dolin struktury z zachowaniem szczytow.
Wystepuje tylko niewielkie zaokraglenie szczytéow

a) Narzedzia do obrdbki wykoriczeniowej z piankami pokrytymi diamentem
pianka pokryta (10 mm ) - 5 bl ik

diamentem
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Parametry obrébki wykoriczeniowej

Mat. nosny: pianka poliuretanowa Predkos¢ obwodowa: v,=1m/s
Twardos¢:  zmienna Gtebokos¢ skrawania: a, = 0,2+1 mm

Mat. Scierny: diament, D12 Posuw: vy =50+250 mm/min

b) Frezowanie z duzym posuwem ) Obrébka wykorczeniowa

v, ,: szlifowanie wspétbiezne
v, ,: szlifowanie przeciwbiezne
' 15.00
um
7.50
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Parametry frezowania: d = 10 mm; /= 3% v_= 100 m/min,
f,=0,25 mm/ostrze; a,=0,1 mm; a,=1mm

Rys. 1. Koncepcja narzedzia i ustrukturyzowana powierzchnia do
eksperymentéw wykorczeniowych

——powierzchnia frezowana == po wykoriczaniu wspétbieznym
a,,0n = 0.2 mm; v, = 250 mm/min 8,0n = 1 MM; v, = 50 mm/min

2\ R

-5.0

5.0 . A A f A ‘
25 / '\‘ W PRV J A \ /
um W\ W ‘ "J \ 7 J ¥ ,,./ - k' ‘ s

, " - r\‘,‘.r’ \  C— & % ,;",_ /
-2.5 [/ : % S “b'»,J' A

-5.0
0 0.2 0.4 mm

Twardos¢ pianki:

080 0.2 0.4 mm 0.8
miekka @ $rednia @ twarda

Rys. 2. Poréwnanie profili powierzchni po frezowaniu i obrébce
wykornczeniowej

na poziomie gtéwnie submikronowym. Przyktadowy
obszar zaznaczono na rys. 2. Nie ma rozpoznawalnej
topografii przypominajacej ptaskowyz, ktéra mogtaby
wynika¢ z usuniecia szczytéw. Boki elementéw struk-
tury sa réwniez wygtadzone. Mozna zatem stwierdzic,
ze nastapita redukcja mikrochropowatosci.

Podsumowujac, mozna wskaza¢, ze pianki powle-
kane diamentem pozwalajg na dostosowanie sie do
topografii powierzchni strukturalnych na poziomie
mikroskopowym. W zwigzku z tym mozliwe jest
zmniejszenie mikrochropowatos$ci i niedoskonatosci
powierzchni z jednoczesnym zachowaniem makro-
skopowego profilu powierzchni strukturalnej. Dzieki
specyficznym wiasciwosciom pianek pokrytych dia-
mentem, moga one by¢ formowane w doliny i szczy-
ty struktury powierzchni. W ten sposéb w dolinach
wystepuje wystarczajgcy nacisk powierzchniowy, aby
osiggna¢ usuwanie materiatu $ciernego. Jednocze$nie
szczyty sa wygtadzane, ale nie sptaszczane.
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